Programm 4. Mai 2010
eldec Technologietag »Randschichthéarten«

eldec

Gliilhende Innovationen.

8:15  Ankunft der Gaste: Check in

8:45  BegriiBung und Vorstellung der Firma Dipl.-Ing. Thomas Rank, Geschaftsfiihrer eldec
eldec Schwenk Induction GmbH

9:00 Einfihrung: Induktives Harten, Werkstoff- und Dr. Christian Krause, Leiter F&E Anwendungstechnik eldec
Bauteileauswahl, Anwendung von HF, MF und SDF®

9:45  Vorstellung der eldec Produkte fiir das induktive Dr. Harry Krétz, Leiter F&E Elektrotechnik eldec
Randschichtharten: Energiequellen, Dipl.-Ing. Lars Franze, Leiter F&E Mechanik eldec
Baureihen MIND, VL-H, Mini-MIND, Komplettsystem Dipl.-Ing. Stefan Wagner, Vertrieb Hartesysteme eldec

10:45 Kaffeepause - Zeit fir Gesprdche

11:15  Energieeffizienz induktiver Harteanlagen im Vergleich Dr. Harry Krotz, Leiter F&E Elektrotechnik eldec
zu Wettbewerbstechnologien

11:45 Lifevorfiihrungen Dr. Christian Krause, Leiter F&E Anwendungstechnik eldec

Dipl.-Ing. Fabio Biasutti, Anwendungstechnik eldec
Alexander Zinser, Anwendungstechnik eldec

12:30  Gemeinsames Mittagessen - Zeit fir Gesprache

14:15  Forschungsprojekt der Partner Uni Hannover / FVA / Prof. Dr.-Ing. Bernhard Nacke, Institutsleiter ETP-Institut far
eldec: Induktives Schneckenwellenharten Elektroprozesstechnik, Leibniz Universitat Hannover

15:15  Anwenderbericht: Einfilhrung eldec SDF® Harten fir Ralph wilding, Produktionsleiter Firma L'Orange GmbH
Common Rail Bauteile Glatten

16:00 Resiimee Dipl.-Ing. Thomas Rank, Geschaftsfiihrer eldec

Ausklang, zum Abschluss: Fingerfood / Get together





